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+Response-to-pause
printing performance

+Stabilit

SOLDER PRODUCTS
FOR AUTOMOTIVE
MANUFACTURING

Halogen-Free, No-Clean

Indium8.9HF
Solder Paste Series

*Very low QFN & BGA voiding

* Industry leading performance across all key
solder paste properties
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* Best-in-class printing performance

* Unique oxidation barrier eliminates
head-in-pillow and graping

CUSTOMER
EXPERIENCE:

From->40% voiding down
to <11.6% hy switching to

* Room temperature stable

Indium8.9HF

Room Temperature Stable Excellent Response-to-Pause Print Performance
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Contact our expert today: cnash@indium.com
Learn more: www.indium.com/avoidthevoid

From One Engineer To Another
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LOTMATERIALIEN ~ AVOIDZVOIDE3
FUR DIE AUTOMOBIL- *4srics i
ELEKTRONIK i

Halogenfrei und No-Clean

Indium8.9HF
Lotpasten-Serie

* Sehr niedriges Voiding bei QFN & BGA

e Fiihrende Lotpasten-Eigenschaften bei
allen Leistungsmerkmalen der Industrie

* Druckeigenschaften sind Best-in-Class
Halogenfrei und No-Clean

* Einzigartige Oxidationsharriere verhindert

Head-in-Pillow sowie Graping-Effekt Mi'bew":':ﬁ:fas‘e Indium8.9HF ANWENDER-
* Hohe Stabilitdt bei Raumtemperatur a ﬁ} = | ERFAHRUNG
1 Von >40 % Voiding

erhebliche Minimierung
auf-nur noch <11.6% mit

Indium8.9HF
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Sprechen Sie noch heute mit unserem Experten: akarch@indium.com m
Hier erfahren Sie mehr: www.indium.com/avoidthevoid ®
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